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Abstract (en)
[origin: CA2014135A1] A key for printed circuit boards comprises an electrically conductive snap disk embedded in a recess in a spacer layer
between a cover foil and a board coated with printed conductors. The key is used as an opener key with a pressing point, to which end, the snap
disc has contact tabs and, offset therefrom tension tabs. The tension tabs are fixed to the board with biasing in order to produce the necessary
contact pressure in the unactuated state. Each contact tabs has a shoulder which is curved towards the board and which upon actuation of the snap
disk bears on the board and, with increasing actuating force, reduces the contact force (Fc) of the contact tab until the contact surface disengages.
Disengagement of the contact surfaces and the passage through the pressure point or peak value for the actuating force (Fa) occurs at the same
deformation travel (d) of the snap disk.

Abstract (de)
Eine Drucktaste an Leiterplatten (1) mit einer elektrisch leitenden Schnappscheibe (4), die in einer Aussparung einer Distanzschicht 2 zwischen
einer Abdeckfolie (3) und der mit Leiterbahnen (7) beschichteten Leiterplatte (1) eingebettet ist, wird als unterbrechertaste mit Druckpunkt
ausgefthrt, indem die Schnappscheibe zueinander versetzte Kontaktlappen (5) und Zuglappen (6) aufweist, die Zuglappen (6) unter Vorspannung
an der Leiterplatte (1) verankert sind, um den nétigen Kontaktdruck bei Nichtbetatigung zu erzeugen, und die Kontaktlappen (5) zwischen der
Kontaktflache (8) und dem Schnappscheibenteller (10) ein zur Leiterplatte (1) gekrimmtes Abstiitzknie (9) aufweisen, das sich bei Betatigung
der Schnappscheibe (4) auf der Leiterplatte (1) abstiitzt und mit zunehmender Betatigungskraft (Fa), die Kontakifkraft (Fc) bis zum Abheben der
Kontaktflache (8) verringert. Abheben der Kontaktflache (8) und das Durchlaufen des Druckpunktes resp. des Scheitelwertes fir die Betatigungskraft
(Fa) treten bei dem gleichen Deformationsweg (d) der Schnappscheibe auf.
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